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フロンティア材料の集積回路化研究連携体
形成に向けた調査研究
Forming Collaborative Research Alliance for 
Integration of Frontier Materials into LSI Circuit

産業技術総合研究所 TIA推進センター 松木 武雄
takeo-matsuki@aist.go.jp

活動と成果 具体的な予算獲得と新規研究チーム発足へ

調査研究チーム体制イメージ TIA内外の研究機関研究者と連携

加速する情報化社会は、集積化スピードが鈍化した半導体集積回路技術に対し
て新たな半導体材料の導入による更なる大規模集積化と高性能化を要求してい
る。そこで、本調査研究は、“二次元層状物質”半導体の “集積化”技術を中心
テーマとして据えた連携研究体制の構築することを目的とする。

“二次元層状物質”のデバイス化、材料集積化、基礎物性、物理モデリングな
どを専門的に研究してきた研究者・技術者とSi半導体集積化技術や回路モデリ
ングなどの研究者・技術者とが、分野横断的に技術動向調査・技術討論など調
査研究活動を行い、競争的資金で動く研究連携体を具体化する。

連携研究活動の大型研究プロジェクトの成果・進展により、関連企業が、新
規半導体集積化技術の研究開発に着手・推進すること、更に、准教授・助
教・ポスドクなど中堅・若手の相互連携や企業との連携が推進されることを
期待する。

AIST ＆ 東京工業大学
試作拠点の模索、集積回路
デバイス化の検討

広島大学HiSIM研究センター
（TIA外）
デバイスモデル、PDK構築の
可能性検討

すべて“新”？「半導体」「絶縁体」「金属配線」
集積化による新規デバイス創成、新規物性の発見

Frontier Materials
LSI

筑波大学
ゲートスタック化及び界面
物性評価技術探索

東北大学
グラフェンのデバイス化・LSI化
技術探索

二次元層状物質

二次元層状物質
トランジスタ

二次元層状物質
集積回路へ

？

大型競争的資金獲得２件に成功！
2021年度の活動（外部予算獲得に向けた、着目分野の技術情報共有会議、更には春の応用物理学会でのシンポジウム開催）をもとに、
各機関内メンバーの増員、東京大学を新規メンバーに加え、競争的研究資金の公募2件に応募し、採択されることに成功した。それぞれ
のプロジェクトの構成メンバーは、主に本かけはしのメンバーであるが、それぞれの研究事業に合わせて新たなメンバーを加えた研究
チームが発足した。

＜JST未来社会創造事業＞
研究開発課題名：“2D材料CMOS・デバイス集積化技術の開発”
研究代表者：東京大学 長汐 晃輔

＜Beyond 5G研究開発促進事業＞
研究開発課題名：“単原子長ゲートによる低環境負荷物質から成る高出力THz帯増幅器の創出”
研究代表者：東北大学 吹留 博一

東京大学（新規機関）
CMOS・LSI化向けMOSFET技術
検討
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